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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
長径５mm以下、短径０．５mm以下、厚み０．１mm以下の粉体パルプと、長径１．０～３５
mm、短径０．５～８．０mm、厚み０．０５～２．０mmの寸法を有する木片とが９０：１０
～１０：９０の重量比で混合された木質補強材が２～１０重量％で、
セメントとケイ酸含有物質とが４０：６０～６０：４０又は７０：３０～９０：１０の重
量比で混合された原料混合物を、
圧締養生硬化させてなる硬化物であって、
更に、全体の比重が１．４ｇ／cm3以上であることを特徴とする高比重木質セメント板。
【請求項２】
長径５mm以下、短径０．５mm以下、厚み０．１mm以下の粉体パルプが１～１０重量％でセ
メントと混合された原料混合物を表層用原料混合物とし、
長径５mm以下、短径０．５mm以下、厚み０．１mm以下の粉体パルプと、長径１．０～３５
mm、短径０．５～８．０mm、厚み０．０５～２．０mmの寸法を有する木片とが９０：１０
～１０：９０の重量比で混合された木質補強材が２～１０重量％で、セメントとケイ酸含
有物質とが４０：６０～６０：４０又は７０：３０～９０：１０の重量比で混合された原
料混合物を基層用原料混合物として積層し、
圧締養生硬化させてなる硬化物であって、
上記表層用原料混合物と上記基層用原料混合物の量が１：１～１：６重量比であり、
更に、全体の比重が１．４ｇ／cm3以上であることを特徴とする複層高比重木質セメント
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板。
【請求項３】
請求項１に記載の高比重木質セメント板の製造方法であって、
前記原料混合物を基板上に散布してマットとし、
上記マットを水分存在下に圧締養生硬化せしめることを特徴とする高比重木質セメント板
の製造方法。
【請求項４】
請求項２に記載の複層高比重木質セメント板の製造方法であって、
前記表層用原料混合物を基板上に散布して表層マットとし、
上記表層マットの上に前記基層用原料混合物を散布して基層マットとし、
積層された複層マットを水分存在下に圧締養生硬化せしめることを特徴とする複層高比重
木質セメント板の製造方法。
【請求項５】
請求項２に記載の複層高比重木質セメント板の製造方法であって、
前記表層用原料混合物を基板上に散布して表層マットとし、
上記表層マットの上に前記基層用原料混合物を散布して基層マットとし、
更に、上記基層マットの上に前記表層用原料混合物を散布して表層マットとして、
積層された複層マットを水分存在下に圧締養生硬化せしめることを特徴とする複層高比重
木質セメント板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は例えば屋根材として使用される高比重木質セメント板および複層高比重木質セメ
ント板ならびにその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、環境汚染の原因となる石綿に代えて、パルプ繊維を補強材として使用した繊維補強
セメント板が提供されている（特開平４－３６７５５５号）。
上記繊維補強セメント板を製造するには、セメントとパルプ繊維とを含有する原料混合物
を成形ベルト上に層状に供給し、加水の上プレスして板状に成形し、該成形物を所定形状
に切出して養生硬化させる乾式法が適用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術においては、パルプ繊維を使用するために原料混合物が低密度になる。した
がって高比重の製品を得るためには成形ベルト上に層状に供給される原料混合物の量を増
やす必要があり、原料混合物層が厚く嵩高くなる。
このために原料混合物層が崩れ易くなり、またプレスの際の圧縮比が大きくなり、プレス
装置の上下ストロークが大きくなって生産性が悪くなると言う問題点があった。またパル
プ繊維を使用すると原料混合物の集塊が生じ易く、製品にむらを生じてクラックが生じる
おそれがある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記従来の課題を解決するための手段として、長径５mm以下、短径０．５mm以下
、厚み０．１mm以下の粉体パルプと、長径１．０～３５mm、短径０．５～８．０mm、厚み
０．０５～２．０mmの寸法を有する木片とが９０：１０～１０：９０の重量比で混合され
た木質補強材が２～１０重量％で、セメントとケイ酸含有物質とが４０：６０～６０：４
０又は７０：３０～９０：１０の重量比で混合された原料混合物を、圧締養生硬化させて
なる硬化物であって、更に、全体の比重が１．４ｇ／cm3以上である高比重木質セメント
板を提供するものである。更に本発明では、長径５mm以下、短径０．５mm以下、厚み０．
１mm以下の粉体パルプが１～１０重量％でセメントと混合された原料混合物を表層用原料
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混合物とし、長径５mm以下、短径０．５mm以下、厚み０．１mm以下の粉体パルプと、長径
１．０～３５mm、短径０．５～８．０mm、厚み０．０５～２．０mmの寸法を有する木片と
が９０：１０～１０：９０の重量比で混合された木質補強材が２～１０重量％で、セメン
トとケイ酸含有物質とが４０：６０～６０：４０又は７０：３０～９０：１０の重量比で
混合された原料混合物を基層用原料混合物として積層し、圧締養生硬化させてなる硬化物
であって、上記表層用原料混合物と基層用原料混合物の量が１：１～１：６重量比であり
、更に、全体の比重が１．４ｇ／cm3以上である複層高比重木質セメント板が提供される
。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下に本発明について詳細に説明する。
〔微細木質繊維〕
本発明に用いられる微細木質繊維とは、主として針葉樹から得られ通常長径５mm以下、短
径０．５mm以下、厚み０．１mm以下の大きさのものが用いられる。
該微細木質繊維の長径が５mmを越えた場合および／または短径が０．５mmを越えた場合お
よび／または厚みが０．１mmを越えた場合は表層の緻密性が低下し、吸水性、吸湿性が大
きくなって耐凍結融解性能が低下するおそれがある。また上記微細木質繊維の長径が５mm
を越えた場合には、繊維が糸まり状になったり繊維相互が絡み易くなり、原料混合物を攪
拌して均一に混合することが困難になり、原料混合物中に集塊が生じ易くなり、かつ後記
する乾式法による製造の際に、基板上に原料混合物を散布してマットをフォーミングする
場合にほぐれにくゝ、散布に支障をきたし均一なマットをフォーミングすることが出来な
くなるおそれがある。
望ましい微細木質繊維としては、シート状のパルプ集塊をターボミル等で粉砕したいわゆ
る粉体パルプが望ましい。該粉体パルプを使用すると、原料混合物を均一に混合すること
が容易になり、したがって原料混合物中に集塊が生ぜず、また非常に散布し易くなる。更
に針葉樹の晒しクラフトパルプ（ＮＢＫＰ）のような粉体パルプにおいては木材に含まれ
る糖質等のセメント硬化阻害物質の大部分が除去されているので、粉体パルプを使用すれ
ばセメント硬化阻害が起きにくい。
【０００６】
〔木片〕
本発明に用いられる木片とは、主として針葉樹から得られ通常長径１．０～３５mm、望ま
しくは５～２０mm、短径０．５～８．０mm、望ましくは０．５～５mm、厚み０．０５～２
．０mm望ましくは０．１～０．５mm程度の大きさのものが用いられる。
該木片の長径が１．０mm未満の場合、短径が０．５mm未満の場合、あるいは厚みが０．０
５mm未満の場合には、セメントマトリックスのつなぎ作用が顕著でなくなり補強効果が低
下し、また木片の長径が３５mmを越える場合、短径が８mmを越える場合、あるいは厚みが
２mmを越える場合には、原料混合物マットが嵩高くなり過ぎて比重が１．４ｇ／cm3 以上
の高密度の製品が得られにくい。
【０００７】
〔セメント〕
本発明に用いられるセメントとしては、ポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセ
メント、フライアッシュセメント、アルミナセメント等のセメント類等がある。
【０００８】
〔ケイ酸含有物質〕
本発明においては、上記セメントと共にケイ酸含有物質を併用することが望ましい。上記
ケイ酸含有物質としては、例えば砂、砂利、砕石、ケイ砂、ケイ石の粉末、シリカヒュー
ム、高炉スラグ、フライアッシュ、シラスバルーン、パーライト等のケイ酸含有物質等が
例示される。
【０００９】
〔その他の原料〕
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上記原料以外、本発明においては、二水石膏、半水石膏、無水石膏、消石灰、生石灰等の
活性石灰含有物質、例えばワラストナイト、セピオライト、ガラス繊維、ロックウール等
の無機繊維、例えばポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、ポリア
ミド繊維等の有機繊維、水ガラス、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウム、炭酸ナトリウ
ム等の単独または二種以上の混合物からなる硬化促進剤、あるいは極く少量の添加によっ
てセメント硬化促進作用を示すアルミナセメントのような添加剤、ポリビニルアルコール
、カルボキシメチルセルロース等の水性糊料、スチレン－ブタジエンラテックス、アクリ
ル樹脂エマルジョン等の合成樹脂エマルジョンの強化剤、ワックス、パラフィン、シリコ
ン、高級脂肪酸の金属塩等の撥水剤等が混合されてもよい。
【００１０】
〔原料混合物の調製〕
本発明において、木質補強材としての微細木質繊維と木片との混合比は、通常９０：１０
～１０：９０重量比、更に望ましくは６０：４０～４０：６０重量比とする。木片が上記
混合比率を下回ると原料混合物のマットが嵩高くなり崩れ易く、また木片が上記混合比率
を上回ると、高密度製品を得ることが困難になり、経年劣化によって製品表面に存在する
木片に剥離現象が起り易くなり、また表面が粗になって吸水あるいは吸湿し易く、耐凍結
融解性が悪くなるおそれがある。更に木片から溶出するセメント硬化阻害物質の量が増加
して、セメント硬化阻害が惹起されるおそれもある。
【００１１】
上記微細木質繊維と木片との混合木質補強材は、原料混合物中に２～１０重量％、望まし
くは３～８重量％、更に望ましくは４～６重量％程度添加される。該混合木質補強材の添
加量が２重量％未満であると補強効果が充分でなく、また１０重量％を越えると高密度の
製品を得ることが困難になり、耐水耐湿性、寸法安定性、耐凍結融解性、更には不燃性等
に悪影響が出て来るし、該混合木質補強材中の木片から溶出するセメント硬化阻害物質に
よってセメントの硬化が阻害されるおそれもある。
【００１２】
セメントとケイ酸含有物質とを併用する場合には、該セメントと該ケイ酸含有物質との混
合比率はオートクレーブ養生を行なう場合には通常４０：６０～６０：４０重量比、自然
養生を行なう場合には通常７０：３０～９０：１０重量比とされる。
硬化促進剤、撥水剤等のその他の原料は通常原料混合物中に数重量％程度、あるいは１重
量％以下の量で添加される。
【００１３】
通常は上記原料混合物に対して水１５～５０重量部が添加され混合される。上記水は添加
混合物を攪拌しながら水をスプレーすることによって行なうことが望ましい。このような
添加方法によれば、混合物中に集塊が形成されにくい。
【００１４】
〔表層用原料混合物の調製〕
本発明において、基層の上に更に表層を設ける場合には、微細木質繊維は原料混合物中に
通常１～１０重量％、望ましくは４～６重量％程度添加される。該微細木質繊維の添加量
が１重量％未満であると表面が脆くクラックが入り易いと共に層厚が充分でなく、圧締圧
縮比が大きくならないので、緻密かつ平滑な表面が得られにくゝなる。また１０重量％を
越えると耐水耐湿性、寸法安定性、不燃性等に悪影響が出て来る。
上記微細木質繊維－セメント混合物には基層用原料混合物と同様に水、所望なればその他
の原料が混合され、表層用原料混合物が調製される。
【００１５】
〔木質セメント板の製造〕
本発明の木質セメント板を製造するには乾式法が適用される。乾式法においては先ず、表
層と基層とからなる複層にする場合には、表層用原料混合物を搬送板、あるいは型板等の
基板上に散布して表層マットをフォーミングし、更にその上から基層用原料混合物を散布
して基層マットをフォーミングする。上記マットのフォーミング工程において、表層用原
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料混合物の散布量と基層用原料混合物の散布量との割合は通常１：１～１：６重量比、望
ましくは１：１～１：２．５重量比に設定される。
【００１６】
上記基層マット上には更に表層用原料混合物を散布して表層マットをフォーミングしても
よい。この場合の散布量は最下層の表層マットの場合と同様である。この場合には基層マ
ットの下側（最下層）の表層マットが表側、基層マットの上側の表層マットが裏側となる
。そして該基板の表面にはエンボス模様を付しておいてもよい。
【００１７】
また基層のみの単層にする場合には上記基層用原料混合物を直接基板に散布してマットを
フォーミングする。
【００１８】
上記単層マットまたは複層（二層または三層）マットは通常２５～２００kg／cm2 程度の
高圧で圧締し、常温で２４時間以下の予備硬化、もしくは５０～８０℃、５～１０時間加
熱して予備硬化される。圧締養生後は該予備硬化物をオートクレーブ養生、高温養生、あ
るいは自然養生により硬化させ、更に加熱乾燥あるいは自然乾燥により乾燥させる。その
後所望なれば得られた木質セメント板に塗装、撥水処理等を施こしてもよい。
このようにして得られた本発明の木質セメント板は通常密度が１．４ｇ／cm3 以上、望ま
しくは１．６ｇ／cm3 以上、更に望ましくは１．８～２．０ｇ／cm3 の高密度を有し、表
層あるいは表層と基層とは緻密であり、高強度かつ耐久性、耐水耐湿性および寸法安定性
を有する。
上記密度が１．４ｇ／cm3 以下であると製品の吸水吸湿性が大きくなり、寸法安定性や耐
凍結融解性能、ひいては耐候性や耐久性が悪くなる。
【００１９】
【作用・効果】
本発明では、木質セメント板の木質補強材として、微細木質繊維に木片を添加するから、
原料混合物中に集塊が形成されにくゝなり、また原料混合物の密度が高くなって、フォー
ミングされるマットが嵩高くならず、マットの型崩れが阻止され、また高比重製品を得る
ためのプレスによる圧縮比も大きくならず、生産性が向上する。
そして該木片は製品の靱性を向上させて脆さを改善し、曲げ強度や耐衝撃性に優れた製品
を与える。
また表層と基層の複層構造にする場合には、表面が更に緻密な製品が得られ、表層と基層
との原料構成が近似しているために、層間密着性が向上し両層が一体化する。そのために
板の変化に対して両層が一体的に追従し、寸法安定性が向上する。
【００２０】
〔実施例１～４、比較例１，２〕（単層セメント板）
表１に示す組成の原料混合物を基板上に１７kg／ｍ2 の割合で散布してマットをフォーミ
ングした。
【００２１】
【表１】

【００２２】
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上記各マットを５０kg／cm2 の圧力で圧締して５０℃に加熱して８時間放置することによ
って予備硬化せしめ、その後脱型して４日間常温状態に放置して養生を行なった。この自
然養生によって略完全に硬化せしめたものを試料とする。
該試料の物性測定結果を表２に示す。
【００２３】
【表２】

【００２４】
表２によれば実施例１～４の試料は何れもマットが嵩高くならず、型崩れもみられず、高
比重高強度かつ耐水耐湿性、寸法安定性、耐凍結融解性に優れたものが得られるが、木片
を添加しない比較例１ではマット厚が増大して嵩高となり、マットの両端部に型崩れがみ
られ、またヤング率が高く脆くなっていることが認められ、更に木片のみを木質補強材と
して使用した比較例２の場合には、試料の表面に木片の剥離現象がみられる。
【００２５】
〔実施例５～９〕（複層セメント板）
表３に示す組成の表層原料混合物を基板上に５．４kg／ｍ2 の割合で散布して表層マット
（表面）をフォーミングし、該表層マット上に更に表３に示す組成の基層原料混合物を１
７kg／ｍ2 の割合で散布して基層マットをフォーミングし、更に該基層マット上に同じ表
層原料混合物を同じ量散布して表層マット（裏面）をフォーミングした。
【００２６】
【表３】

【００２７】
各三層マットを５０kg／cm2 の圧力で圧締して５０℃に加熱して８時間放置することによ
って予備硬化せしめ、その後脱型し１週間常温状態に放置して養生を行なった。この自然
養生によって完全硬化せしめたものを試料とする。
該試料の物性測定結果を表４に示す。
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【００２８】
【表４】

【００２９】
表４によれば実施例５～９の試料は何れも高密度高強度でありかつ良好な靱性（低ヤング
率）と寸法安定性を示す。
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